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Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de ia CEI est constam-
ment revu par la Commission afin d’assurer qu'il refléte bien ’état
actuel de la technique.

Les renseignements relatifs a ce travail de révision, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux mises a jour peuvent &tre
obtenus auprés des Comités nationaux de lJa CEI et en consultant
les documents ci-dessous:

@ Bulletin de la CEI

® Rapport d’activité de la CEI

Publié annuellement

Revision of this publication

The technical content of IE C publications is kept under constant -
review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current
technology.

Information on the work of revision, the issue of revised editions
and amendment sheets may be obtained from IEC National
Committees and from the following IE C sources:

@ 1EC Bulletin

® Report on [EC Activities
Published yearly

@® Catalogue des publications de la CEI

Publ§é¢ annuellement

Terminplogie utilisée dans [a présente publication

Seuls gont définis ici les termes spéciaux se rapportant a la
présente publication.

En ce|qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reporteral & la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electro-
techniqufi International (V.E.L.), qui est établie sous forme de
chapitres|séparés traitant chacun d’un sujet défini, 'Index génér
étant publié séparément. Des détails complets sur le
étre obtepus sur demande.

!
Symboles graphiques et littéraux

Seuls 1
dans la p

Le recj
CEI fait

Les sy
font I'obj

Autres
Comité

L’atter
énumere
d’Etudes

rla page 3 de la couverture, qui
CEI préparées par le Comité

® Catalogue of IEC Pu

rposelof this publication are

gaders are referred to IEC Publi-
Electrotechnical [Vocabulary (LE.V.),
of separate chapfers each dealing with
e General Index being pyblished as a separate
{Full details of the 1.E.V. will be supplied on request.

hical and letter symbols

Only special graphical and letter symbol§ are included in this
publication.

The complete series of graphical symbols hpproved by the IEC
is given in IEC Publication 117.

Letter symbols and other signs approved [by the IEC are con-
tained in IEC Publication 27.

Other 1EC publications prepared iy the same
Technical Committee

The attention of readers is drawn to the indide of the back cover,
which lists other IEC publications issugd by the Technical
Committee which has prepared the present publication.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

PRINTED BOARDS
Part 2: Test methods

FOREWORD

1) The formal dgcist T 5 . 2 : P
National Committees having a special interest therein are represented, express,

opinion on the subjects dealt with.
2) They have thg form of recommendations for international use and they are accepted by thg Natjon

3) In order to prpmote international unification, the IE C expresses the wish that all Natiogal Com
IEC recomm¢ndation for their naticpal rules in so far as national conditions wj Q
recommendatipn and the corresponding national rules should, as far as possible, be/lea

It constitute
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Note: The TEC publications to be used in conjunction with this publication are listed on page 7, Sub-clause 1.3,
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' CARTES IMPRIMEES

Deuxiéme partie: Méthodes d’essai

1. Introduction

La Publication 326 de la CEI se rapporte aux cartes imprimées, indépendamment de leur méthode de
fabrication, lorsqu’elles sont prétes au montage des composants.

Elle est divisée en part

pour le ré
meées, par

1.1 Obje

La Publ
(v compri

Elle est
a obtenir |
cartes imp

Les exig
dans cettg
les essais

1.2 Conf
Les ess

Pour fad
future, ch

Note. — Les|
essg

Une list
rééditée |
1.3 Publ

La prés

P

dacteur de la spé on, les méthodes d’essai et exigences pa es différents types d
exemple, simple et double faces, multicouches et souples.

¢ de la deuxieme partie

cation 326-2 de la CEI contient les informations fondamenta
les conditions d’environnement) pour cartes imprimées

rimées.

ences concernant les dimensions,

ies distinctes comprenant les informations pour le réalisateur, les recommandations

e cartes impri-

essay et procédures

Ee, de maniére
5 controles des

nt pas reprises

deuxieme partie de la publication. iere pour la carte envisggée détermine

hpplicables et les limites d’exécutio

SHUX €554ais.

ente (publicatiop/doit étre utilisée conjointement avec les publications suivantes de la ¢

une extension

it & identifier un

d’essai est incluse a 1’annexe A de cette publication. Cetfe annexe sera

CEI:

68

: |[Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique

97
194
249
326-1
326-3
326-4

326-5
326-6

454 .
454-3-1;

: Systéme de grille pour circuits imprimés.

: Termes et définitions concernant les circuits impriméé.

: Matériaux de base a recouvrement métallique pour circuits imprimés.

: Cartes imprimées: Préscriptions pour le rédacteur de la spécification (a I’étude).

: Cartes imprimées: Etude et application des cartes imprimées (a ’étude).

: Cartes imprimées: Cartes imprimées simple et double faces avec trous non métallisés

: Cartes imprimées: Cartes imprimées multicouches (a I’étude).
: Spécification pour rubans adhésifs sensibles a la pression a usages électriques.

(2 I'étude).

: Cartes imprimées: Cartes imprimées simple et double faces avec trous métallisés (a ’étude).

Troisieme partie: Feuille 1: Conditions applicables au chlorure de polyvinyle plastifi¢é avec adhésif

non thermodurcissable.
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PRINTED BOARDS
Part 2: Test methods

1. Introduction

IEC Publication 326 relates to printed boards, irrespective of their method of manufacture, when they are

ready for mounting the components.

It is divided into separate parts covering information for the designer, recommendations for the sp

ecification

writer, test methods and requirements for the various types of printed boards, e.g. single- and double-sided,

multilayer and flexible printed boards.

1.1  Purpose pf Part 2

1E C Publication 326-2 contains fundamental information on test methods andh\procedur
mental conditioning for printed boards.

inchyding environ-

Itis intended to be used in those cases where a detail specification h asto achieve pniformity
and reproducipility in the test methods and procedures for the testing

The requirements for the dimensions, proper ed by this
Part 2 of the publication. The detail specificatie r the boa ider consideration specifies the fests to be
applied and tHe permissible performance limits.
1.2  Conients|of Part 2

The tests arp grouped and numbaged accordingly

EXpansion,

To facilitatd reference to the¢ te
each test is identified b

Note, — The test|numbers have ng
reference purposes.

A list of all
whenever new

1.3  Associatd

This publicqtionshallbe used in conjunction with the following IEC publications:

ify a test for

e'reissued

68 : Basjc'\Environmental Testing Procedures.
97 : Grid System for Printed Circuits.
194 : Terms and Definitions for Printed Circuits.
249 1 Metal-clad Base Materials for Printed Circuits.
326-1 : Printed Boards, Instructions for the Specification Writer (under consideration).
326-3 : Printed Boards, Recommendation for the Design and the Use of Printed Boards (under consideration).
326-4 : Printed Boards, Specification for Single- and Double-sided Printed Boards with Plain Holes (under
consideration).
326-5 : Printed Boards, Specification for Single- and Double-sided Printed Boards with Plated-through Holes
(under consideration).
326-6 : Printed Boards, Specification for Multilayer Printed Boards (under consideration).
454 : Specification for Pressure-sensitive Adhesive Tapes for Electrical Purposes.
454-3-1: Part 3: Sheet 1 — Requirements for Plasticized Polyvinylchloride with Non-thermosetting Adhesive.
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2. Domaine d’application

La présente norme est un répertoire des méthodes d’essai. Elle concerne les méthodes et procédures d’essai
pour cartes imprimées prétes au montage des composants et ne tient pas compte de leur méthode de fabrication.

3. Objet

Décrire des méthodes d’essai normalisées pour évaluer les propriétés, les dimensions et 'exécution des cartes
imprimées.

4. Généralités

4.1 Conditions atmosphériques normales d’essai

Sauf indications contraires, tous les essais doivent &tre effectués dans 1 'Eues normales

spécifiées Hans la Publication 68 de la CEL

La température ambiante et 'humidité relative dans lesquellgs Ie doivent étre
notées dans le rapport.

En cas fle désaccord entre acheteur et vendeur en ce qui 2 les ; essais doivent
étre effectpés a 'une des « conditions de référence » de

4.2  Eprouvette
Si possibple et sauf spécifications contraires
Des éprpuvettes détachables p

Les éprpuvettes détachaj n ou peuvent
&tre réalisges, sous la forme dié \ ‘ £ iction, a I'aide

des mémes matériauxet des mémey Bs éprouvettes
composéey a découper distifictes sb

n production,
en quantitf telle qu'ure,

5. Exam

5.1 Essa

L’identi
a la spécif]

$ par rapport
ssement.

cation particuliere, au moyen du controle visuel réalisé avec ou sans emplot de grossi

5.1.1 Essai la: Méthode de grossissement 3 X

Le controle visuel doit étre effectué en utilisant un équipement optique d’un grossissement linéaire d’en-
viron 3 X et si possible en lumiére diffuse.
5.1.2 Essai 1b: Méthode de grossissement 10 X

Si cela est spécifié, le contrdle visuel doit étre effectué en utilisant un équipement optique d’un grossissement
linéaire d’environ 10 X et si possible en lumiere diffuse.

5.1.3 Essai Ic: Méthode de grossissement 250 %

Si cela est spécifié, le contrdle visuel doit étre effectué en utilisant un équipement optique d’un grossissement
linéaire d’environ 250 X. Cette méthode est exigée habitueilement pour la coupe métallographique.
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2. Scope '

This standard is a catalogue of test methods. It relates to test methods and procedures for printed boards
irrespective of their method of manufacture, when they are ready for the mounting of the components.

3. Object

To describe standard test methods for assessing the properties, dimensions and performance of printed
boards.

4. General

4.1 Standard| atmospheric conditions for testing

Unless othefwise specified, all tests shall be carried out under standard atmo i it QSpeciﬁed
in IEC Publidation 68.

The ambient temperature and the relative humidity at which the b stated in

the report.

In case of dispute between purchaser and vendor about tes at one of
the “referee cpnditions” of EC Publication 68.
4.2 Test spegiment

If possible 3

Test coupons may be necessary 9

Test coupops may be included ; it y s separate
composite tes{ coupons in con E£SSES SO as

they shall

to be represerftative of the prod
be spaced out|evenly i @m <

5. General ekaming

5.1 Testl: Vi

The visual ks identification, appearance, workmanship, finish, pattern, etc., off a printed
board against thé€1elevant specification by viewing with or without use of magnification.

5.1.1 Test Ia: x 3 magnification method

The visual examination shall be carried out using optical equipment with approximately X 3 linear magnification
and where possible transmitted light.

5.1.2 Test 1b: X I0 magnification method

When specified, the visual examination shall be carried out using optical equipment with approximately X 10
linear magnification and where possible transmitted light.

5.1.3 Test Ic: x 250 magnification method

When specified, the visual examination shall be carried out using optical equipment with approximately x 250
linear magnification. This is usually required for microsection.
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5.2 Essai 2: Examen dimensionnel

L’examen dimensionnel est la mesure des dimensions réelles au moyen d’outillage et d’appareils de mesure,

par rapport a la spécification particuliere.

5.2.1 Les outillages et appareils de mesure doivent avoir une précision et une lisibilité appropriées a la

dimension et i la tolérance 3 mesurer.

5.2.2 Essai 2a: Méthode opiique

Si cela est spécifié, des mesures spéciales, telles que celles des dimensions des trous et défauts de bords des
conducteurs, doivent étre effectuées au moyen d’instruments optiques avant un réticule de mesure permettant

de lire 0,025 mm (0,001 in).

5.2.3 Si pela est spécifié, des mesures spéciales, telles que la planéité des ¢
effectuces fau moyen de jauges comme indiqué dans la méthode d’essai et (ou)

6. Essais|électriques
6.1 Essail3: Résistance
6.1.1 Essjai 3a: Résistance des conducteurs

6.1.1.1 (bjer

Déterminer la résistance des conducteurs.

6.1.1.2  EHprouveite

La mesyre doit étre effectu
aussi étroifs que possible.

(éthode Q

6.1.1.3 M

La résist

tiés. Ces conducteurs doivent &tre

doivent étre

ign particuliere.

aussi longs et

koits. L’erreur

de mesure, it p&s & i 0. Le courant doit étre maintenu suffisamment faiblg, afin d’éviter

En cas ¢ . a utiliser une méthode # quatre points.

6.1.1.4 D

a) condlictéurs i me ;

2.1 4 ek
b) valeurdeta TCSISTaCe

¢) tout écart par rapport 4 la méthode d’essai normale.

6.1.2  Essai 3b: Reésistance des interconnexions

6.1.2.1 Objet

Déterminer la résistance des interconnexions sur une carte imprimée.

6.1.2.2 Eprouvette

La mesure doit éire effectuée sur des parties déterminées d’une carte de production, d’une éprouvette

détachable ou d’une éprouvette composée i découper.
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5.2 Test 2: Dimensional examination

The dimensional examination is the measurement of actual dimensions with the aid of measuring tools and
measuring equipment against the relevant specification.

5.2.1 The measuring tools and equipment shall have an accuracy and readability suitable for the dimension and

tolerance to be measured.

5.2.2 Test 2a: Opiical method

When specified, particular measurements, for instance, on dimensions of holes and edge defects in conductors,
shall be measured with an optical instrument having a measuring reticule and a readability of 0.025 mm (0.001 n).

5.2.3 When
using -gauges

6. Flectrical

6.1 Test 3: 4

6.1.1

6.1.1.1 Obje

To determi

6.1.1.2 Spec

The measur

as possible.

6.1.1.3  Met/

The resistar
shall not be gi

In case of qi

6.1.1.4 Detdil:

a) conduct

Test 34

kpecified, particular measurements, for instance, flatness of printed boards, shall be
s specified under the test method and/or the detail specification.

tests

Resistance

: Resistance of conducrors

Ct

he the resistance of condictors.

men

ement shall be carrad

od

hrs t0-be mead

red;

arried out

nd narrow

uring error
ppreciably.

b) value of-the 1ca;atau\.c,

¢) any deviation from the standard test method.

6.1.2 Test 3b: Resistance of interconnections

6.1.2.1 Object

To determine the resistance of interconnections on a printed board.

6.1.2.2 Specimen

The measurement shall be carried out on specified parts of a production board, of a test coupon or of a
composite test coupon. ‘
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6.1.2.3  Mcéthode

La résistance doit étre mesurée par Papplication de la méthode 2 quatre points ou d’une méthode équivaleunte,
entre deux trous déterminés.

Le courant mesuré ne doit pas étre supérieur a 0,1 A. L’erreur totale n’excédera pas 5%.

Voir aux figures 1 et 2, page 52, deux méthodes de connexion typiques.

Meéthode de connexion A

Les conducteurs sont soudés dans les trous déterminés selon la figure 1.

Méthode de connexion B

Les connexions sont réalisées par I'emploi de deux paires de pointes de contact, selon la figure 2.

Note. — Des. pincesdlessai-telles Gque 1éerites—dars
. ¥ ¥ ST

. g RS 2
essa-dSa-sontappropr¢es{(voirtafigure 3, page 537

6.1.2.4 Détails a spécifier

@) troug et interconnexions & mesurer;
b) méthiode de connexion;
¢) valeqr maximale de la résistance;

d} tout Ecart par rapport & la méthode d’essai normale.

6.1.3 Esspi 3¢: Variation de résistance des trous métalli

A I'étud

o

6.2 Essail4a: Court-circuit

6.2.1 Objer

Contréldr s’il existe des bs d’'une carte

imprimée. :
6.2.2 Eprouvette

L’essai doit étre des couches

adjacentes|d’une ¢4

6.2.3 Meé

On doit de continuité

avec lampg

témeoin.

I ne doif pas exister de court-circuit entre les points spécifiés.

6.2.4  Détails a spécifier
a) parties a controler;

b) tout écart par rapport 4 la méthode d’essai normale.

6.3 FEssai 5: Epreuve de courant
6.3.1 Essai 5a: Epreuve de courant, trous métallisés

6.3.1.1 Objet

Déterminer la capacité du revétement métallique des trous métallisés & supporter un courant d’essai spécifié.
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6.1.2.3  Method

The resistance shall be measured with a four-terminal method or equivalent method between two specified
holes.

The measuring current shall not exceed 0.1 A. The total measuring error shall be less than 5 %%.

Two typical connection methods are shown in Figures 1 and 2, page 52.

Connection method A

Leads are soldered into the specified holes according to Figure 1.

Connection method B

The connections are made using two pairs of contact pins according to Figure 2.

Note. — Two of thertest probes—as-deseribed-inFest Sa—are-suitable{sec FigureS—page53)-

6.1.2.4  Details|to be specified

a) holes and Interconnections to be measured;
b) connection method;

¢) maximum palue of the resistance;

d) any deviatfon from the standard test method.

6.1.3  Test 3c: Change in resistance of plated-through holes

Under considg¢ration.

6.2 Test 4a: SHort circuit

6.2.1 Object

=

To check if there are short cir

6.2.2 Specinen

The test shall
board.

printed

6.2.3 Method

A simple meth

There shall bel ng\short circuit between the specified points.

0.2.4 Details to be specified

a} parts to be tested;

f) any deviation from the standard test method.

6.3 Test 5: Current proof

6.3.1 Test Sa: Current proof, plated-through holes

6.3.1.1 Object

To assess the ability of the plating in plated-through holes to withstand a specified test current.


https://iecnorm.com/api/?name=3947d5f365b0d832bf22f2d8471b5a0b

— 14 —
6.3.1.2 Eprouverte‘
L'essai doit étre effectué sur des trous métallisés d’'une carte de production. Il peut étre appliqué 2 des trous
qui paraissent suspects a I'examen visuel.
6.3.1.3 Meéthode

Faire passer un courant d’intensité déterminée par le tableau I, pendant une durée de 30 s, a travers la
métallisation d’un trou métallisé, ce courant étant contrdlé en permanence.

Une 3li

Le cg
une preps

6.3.14

a) trq
b) m

c) to

6.3.2 Es

6.3.2.1
Déted

6.3.2.2

Less i

TaBLEAU 1
Intensité du
Diameétre du trou Diametre du trou courant d’essai
e i) A
0,6 0,024
0,8 0,031
1,0 3,039
1,3 1,051
1,6 0,063
2,0 0,079

Détails a spécifier

us 4 controler;

|

53. On exercera
convenir.

ment métallique

,(d’une éprouvette

6.3.2.3 | Méthode

Un courant continu ou alternatif spécifié doit passer par le conducteur & controler, pendant une duree spécifice.

-

Le courant doit étre contrdlé en permanence. .

Le courant sera choisi conformément aux instructions de la Publication 326-3 de la CEI (& I'étude).

On doit prendre soin d’assurer un bon contact électrique du conducteur a controler.

6.3.2.4 Détails a spécifier
a) conducteur(s) & contrdler, points de connexion inclus;
b) courant, valeur et durée;

¢) mesures finales et exigences;

d) tout écart par rapport a la méthode d’essai normale.
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6.3.1.2 Specimen
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The test shall be carried out on plated-through holes of a production board. The test may be applied to holes

that appear suspect when visually examined.

6.3.1.3 Method

A current in accordance with Table T shall be passed for a period of 30 s through the plating within a plated-
through hole, and shall be continuously monitored.

TasLe 1

The current s

The current §
pressure shall b

6.3.1.4 Details

a) holes to bg
b) f{final meas

¢) any deviat
6.3.2 Test 5h:

6.3.2.1 Object

To assess the
to withstand a s

6.3.2.2 Specim

The test shall
composite test g

6.3.2.3 Metho

Hole diameter Hole diameter Test current
(mumn) (in) (A)
0.6 0.024 8
0.8 0.031 9
1.0 0.039 11
1.3 0.051 14
1.6 0.063
2.0 0.079

to be specified

tested ;

prements and requirements;

ufficient

gh holes

norofa

A specified a.c. or d.c. current shall be passed through the conductor under test for a specified period. The

current shall be

continuously monitored.

The current shall be chosen in accordance with the information given in IEC Publication 326-3 (under

consideration).

Care shall be taken to ensure good electrical contact to the conductor under test.

6.3.2.4 Details

to be specified

a) conductor(s) to be tested, including connection points;

b) current, value and duration;

c¢) final meas

urements and requirements;

d) any deviation from the standard test method.
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6.4 Essai 6: Résistance d’isolement
6.4.1 Essai 6a: Résistance d’isolement, couches de surface

6.4.1.1 Objet

Déterminer la résistance d’isolement entre des parties spécifiées d’une impression conductrice i la surface
d’une carte imprimée ou d’une couche d’une carte multicouche avant stratification.

La résistance d’isolement fournit une indication de la qualité du matériau et des méthodes employées en
production.

La Publication 326-3 de la CEI fournit une explication de la relation qui existe entre la résistance d’isole-
ment du support isolant métallisé, selon la Publication 249 de la CEI, et la résistance d’isolement & spécifier
pour cet essai.

6.4.1.2 | Eprouvette

La régistance d’isolement doit étre mesurée entre deux points spécifiés q

>§i0n conductrice
3 p s H bl - 4 M 4 :
d’une cqrte de production ou d’une couche d’une carte imprimée mu

1011,

L’éprouvette doit étre manipulée soigneusement de maniere i¢n, par exemple

empreinges de doigts, poussiéres, efc.

0.4.1.3 | Méthode

L’éprouvette doit étre préconditionnée selon 1’essg

Larés de mesure adéquat. L tension d’essai,
c’est-a-( er, doit étre de:
selon la| spécification p I 31 a1 doit éire appliquée pendant 1 min gvant la mesure.
Lorsqu'yne lectur te s wue plus rapidement, la mesure peut alors &tre commencée immé-
diatemept. Lorsqu 1 table n’est pas obtenue apreés 1 min, cela doit étre|mentionné dans

le rappart d’essai.

La sp PS températures,
par exer est encore dans
la cham

Dans nécessaires pour
réduire

6.4.1.4 | Détails a specifier

a) parties de I'impression &4 mesurer;

b) tension d’essai;

c) température et (ou) humidité, si elles different des conditions normales;
d) valeur minimale de résistance d’isolement;

e) tout écart par rapport a la méthode d’essai normale.

6.4.2 Essai 6b: Résistance d’isolement, couches internes

6.4.2.1 Objet

Déterminer la résistance d’isolement entre des zones spécifiées d’une impression conductrice, sur une couche
interne d’une carte imprimée multicouche.
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6.4 Test 6: Ins
6.4.1 Test 6a:

6.4.1.1 Object

— 17 —

ulation resistance

Insulation resistance, surface layers

To determine the insulation resistance between specified parts of a conductive pattern on the surface of a printed
board or of a laver of a multilayer printed board before lamination.

The insulation resistance gives an indication of the quality of the material as well as the quality of the processes
used in the production.

The relation between the insulation resistance specified in I E C Publication 249 for the metal-clad base material
and the insulation resistance to be specified for this test is explained in IEC Publication 326-3.

6.4.1.2 Specim

The insulatio
production boaj

The specimer

6.4.1.3 Metho
The specimen

The insulation
across the insul

as specified in t
stable reading is
1 min, this shall

The relevant §
e.g. during a dry
shall be applied

Where the te
insulation resist

6.4.1.4 Details

e€n

n resistance shall be measured between any two specified point
d or of a layer of a multilayer printed board before lamination

e relevant specjficatie

obtained gaxliernthe medsu
be recorde 3 8

be applied for 1 min before measuren
made earlier. If stable reading is not obtaing

t0be specified

ern of a

{ger-prifts, dust, etc.

e voltage

ent. If a
d within

Eratures,
method

e on the

a)
b)
c)
d)
e)

parts of th
test voltag
temperatu
minimum

any deviat

6.4.2 Test 6b:

6.4.2.1 Object

e pattern to be measured;

€3

re and/or humidity if different from standard conditions;
value of insulation resistance ;

10n from the standard test method.

Insulation resistance, internal layers

To determine the insulation resistance between specified parts of a conductive pattern on an internal layer of
a multilayer printed board.
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La résistance d'isolement donne une indication concernant aussi bien la qualité des matériaux que la qualité
du procédé utilisé pour la fabrication. '

Comme cette résistance d’isolement est une combinaison de résistance de surface et de résistance de volume,
on ne peut émettre aucune corrélation avec la valeur spécifiée dans la Publication 249 de la CEI pour le support
isolant métallisé.

6.4.2.2 Eprouvette

Larésistance d’isolement doit &étre mesurée entre deux points spécifiés quelconques de 'impression conductrice,
sur une couche interne d’une carte de production ou d’une éprouvette détachable.

Lorsqu’on spécifie ces deux points, on doit prendre soin d’éviter I'influence d’autres couches.

L’éprouvette doit &tre manipulée soigneusement de maniére a éviter toute contamination, par exemple
empreinfes de doIgTs, POUSSICIES, S,

6.4.2.3 |Méthode

On ddit appliquer la méthode spécifiée a 'essai 6a.

6.4.2.4 | Détails a spécifier

a) patties de 'impression a mesurer;

b) tension d’essai;
c) terlpéfature et (ou) humidité, si ellgs
d} val

e) toy
643 4
6.4.3.1 | Objet ;
Déterminer la résistane j X ntraydes parties spécifiées d’impressions conductrices sur des couches

ice d’isolement fournit une indication concernant(la qualité de la
“épaisseur du support isolant ou des feuilles de collgge.

adjacenfes de cartesg\In
fabricati

6.4.3.2

v

La réspsta Jnie it &tre mesurée entre deux points spécifiés quelconques d’impressi¢ns conductrices,
sur des ifférentes mais adjacentes d’une carte imprimée.

L’éprpuvette doit &re manipulée soigneusement de maniére a éviter toute contaminatign, par exemple

empreip escde dnigrc) pnncci:‘:rpcy et

6.4.3.3 Méthode

On doit appliquer la méthode spécifiée a 'essai 6a.

6.4.3.4 Dfétails d spécifier
a) parties 4 mesurer;
b) tension d’essai;
¢} température et (ou) humidité, si elles différent des conditions normales;

d) valeur minimale de résistance d’isolement;

e) tout écart par rapport a la méthode d’essai normale.
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The insulation resistance gives an indication of the quality of the material as well as the quality of the process
used in the production.

Since this insulation resistance is a combination of surface resistance and volume resistance, no correlation with
the value specified in IEC Publication 249 for the metal-clad base material can be given.

6.4.2.2 Specimen

The insulation resistance shall be measured between any two specified points of a conductive pattern on an
internal layer of a production board or a test coupon.

When specifying these two points, care shall be taken to avoid influence from other layers.

The specimen shall be handled carefully in order to avoid any contamination, e.g. finger-prints, dust, etc.

6.4.2.3 Methqgd
The method ps specified for Test 6a shall be applied.

6.4.2.4  Detaily to be specified

a) parts of the pattern to be measured;

b) test volta

I*ig

F

¢) temperatyire and/or humidity if different from
d) minimum|value of insulation resistance;

¢) any deviation from the standard test method

6.4.3 Test bc:

6.4.3.1 Objec

layers of
ality or of

To determing
printed boards.

The insulatio different

but adjacent la

The specimen shall be Randled carefully in order to avoid any contamination, for instance finder-prints,

dust, etc.

6.4.3.3 Method
The method as specified for Test 6a shall be applied.

6.4.3.4  Details to be specified

a} parts to be measured;

b) test voltage;

¢) temperature and/or humidity if different from standard conditions;
d) minimum value of insulation resistance;

e) any deviation from the standard test method.
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6.5 FEssai 7: Epreuve de tension

6.5.1 Essal 7a: Epreuve de tension, couches de surface

6.5.1.1 Objet

Vérifier la tenue d’une zone spécifiée de 'impression a la surface d’une carte imprimée a des tensions spécifiées
sans qu’aucun courant de fuite ne soit mis en évidence par un contournement (décharge de surface), des effluves
(décharge dans l'air) ou un claquage (perforation). La décharge peut étre observée visuellement ou décelée
par un appareillage d’essai d’une maniére appropriée.

Note. — L’épreuve de tension ne remplace pas la mesure des distances entre parties conductrices.

6.5.1.2 Eprouvette

L’essai
spécifie 1
I'influende d’autres zones ou couches.

¢e. Lorsqu’on
re soin d’éviter

L épropvette doit étre manipulée soigneusement de maniere a éviter inati 2, par exemple
empreintes de doigts, poussiéres, etc.
6.5.1.3 |Méthode

L épropvette doit étre préconditionnée selon I'essai 184,

La ten
fréquence sera de 40 Hz 4 60 Hz.

¢ approximativement sinusoidale et la

L’appareillage d’essai doit étre capabie de foumi jiécessaire et d’indiquer lorsqu’il y a une
décharge| ' an cas de défaut non apparent.

La ten &etlié progressivement augmentée dugant 5 s jusqu’a
la valeur|spécifiée, puis maig

6.5.1.4 |Détails a spécifi
a) poifpts d’app@n;
b} tengion d’essai;

¢} courant de fuj

d) tou néthode d’essai normale.

nsion entre couches

6.5.2 K

6.5.2.1

Vérifiar W tenue des zones spécifiées d’impressions sur des couches adjacentes d'une carte|[imprimée & des
tensions d’essai spécifiées sans qu’aucune décharge disruptive ne soit indiquée par I'appareillage d’essai.

Les décharges disruptives fournissent une indication relative a des procédés défectueux ou a une €paisseur
insuffisante du support isolant ou des feuilles de collage.
6.5.2.2 Eprouveite

L’essai doit étre effectué sur des zones spécifiées d’impressions sur des couches adjacentes d’une carte imprimée.

L’éprouvette doit étre soigneusement manipulée de maniére a éviter toute contamination, par exemple
empreintes de doigts, poussieres, etc.

6.5.2.3 Meéthode

La méthode spécifiée pour 1’essai 7a doit étre appliquée.


https://iecnorm.com/api/?name=3947d5f365b0d832bf22f2d8471b5a0b

— 21 —

6.5 Test 7: Voltage proof
6.5.1 Test 7a: Voltage proof, surface layers

6.5.1.1 Object

To assess the ability of specified parts of a pattern on the surface of a printed board to withstand specified test
voltages without any disruptive discharges as evidenced by flashover (surface discharge), sparkover (air
discharge), or breakdown (puncture discharge). The discharge may be visually observed or indicated by the test
equipment in an appropriate manner.

Note. — The voltage proof test is not a substitute for measuring distances between conductive parts.

6.5.1.2 Specimen

The test shall-be-carried-outonspeciliedparts-ofapattern-onthesurface-of o printed beardWhengpecifying

O tHHe—y

parts on a surfdce layer of a multilayer printed board, care shall be taken to avoid th her parts
or layers.
The specimef shall be handled carefully in order to avoid any contaminatio tust, etc.

6.5.1.3 Methgd
The specimen shall be preconditioned using Test 18a.

The test volthge shall be a d.c. voltage or an a.c. peak voltag nusoidal waveform and a

frequency of 40 Hz to 60 Hz.

The test equipment shall be capable of supplying eces i and of indicating the oceyrrence of
disruptive discHarge and/or specified leakage currgnhin cas

The voltage shall be applied between the specified be gradually increased during |5 s up to

the specified vdlue and then maint, fo i

6.5.1.4 Detaily to be specified

a) points of 1pplicatio©
b) test voltage;

¢) maximum

d) any devia

6.5.2 Test 7b

6.5.2.1 Object

To assess the|ability of specified parts of patterns on adjacent layers of a printed board to withstand|specified
test voltages without any disruptive discharge as indicated by the test equipment.

Disruptive discharges give an indication of defective processes or insufficient thickness of base material or
bonding sheets.

6.5.2.2  Specimen
The test shall be carried out on specified parts of patterns on adjacent layers of a printed board.

The specimen shall be handled carefully in order to avoid any contamination, e.g. finger-prints, dust, etc.

6.5.2.3 Method
The method as specified for Test 7a shall be applied.
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6.5.2.4 Details a spécifier

a) points d’application;
b) tension d’essai;
¢) courant de fuite maximal;

d) tout écart par rapport a la méthode d’essai normale.

6.6 Essai 8a: Dérive de fréquence

6.6.1 Objet

Déterminer influence des conditions d’environnement déterminées sur des zones d’impression d’une carte
imprimég faisant partie d’un circuit oscillant.

6.6.2 Eprouvette

L’essal doit &tre effectué sur des zones spécifiées d’une impressid d’une carte de

producti¢n ou d’une éprouvette détachable.

6.6.3 Mcéthode

Une z¢ne spécifiée de 'impression de la carte impritnee s {e circuit oscillant d’upe source haute
fréquencg extérieure. La fréquence sera € i ion particuliére.

Les chhngements de fréquence dus aux modifications ions/d’environnement seront mesurés par une
méthode|convenable, par exemple directerfient quencemetre ou par une méthode a battement.

Les conditions d’environner idnnement, ['épreuve et la reprisg, répondront &
la Publicption 68 de la CERN Uny ¢ at Y constituée par 'essai Ca de la Publication 68-2-3
de la CHI: Essai contin i &1

wérité guatre jours.
Les mégsures deﬁle
a) apigs précon :

b) sir
c) ap

Equis, a cepta

¢) points’de mesure dans la séquence d’épreuve; -

d) fréquence;
e) dérive permise;

f) tout écart par rapport a la méthode d’essai normale.

6.7 Essai 9a.: Impédance du circuit

Il existe plusieurs méthodes de mesure des impédances de circuit. Comme la méthode & employer dépendra
a la fois de I’appli¢ation de la carte imprimée (par exemple la gamme de fréquence) et de 'équipement de mesure
disponible, aucune méthode CEIT préférée ne peut étre indiquée.

Si la mesure d’impédance d’un circuit est requise par une spécification particuliere, la méthode de mesure doit
également étre spécifiée.
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6.5.2.4 Details to be specified

a) points of application;
b) test voltage;
¢) maximum leakage current;

d) any deviation from the standard test method.

6.6 Test 8a: Frequency drift

6.6.1 Object

To determine the influence of specified environmental conditions on parts of a pattern of a printed board that

form part of aif oscillating circuit.

6.6.2 Specimdn

The test shall be carried cut on specified parts of a pattern or patterns of a p

6.6.3 Method

A specified part of the pattern shall be connected into tf
source. The frgquency shall be that specified in thexdetajl

Changes of ffequency due to environmental condjtions sh

tes

with a frequen¢y counter or by a beat-frequency mtethod.
The environmental conditions, ing uding preconditionibg; orfing and recovery, shall be in a
with IEC Publication 68. A suitaple spnd in& s Te ¥ C Publication 68-2-3 Damp Heq

State, severity four days.

Frequency njeasuremenys sha
a) after predonditioni

b} if requiref, at specifi

v

c) after recg

6.6.4 Details

a) part of ps
b) environmgntalcondition

¢) measuring Ppgints in the conditioning sequence;

t coupon.

requency
b. directly

cordance
1, Steady

d) frequency;
e) permissible drift;

f) any deviation from the standard method.

6.7 Test 9a: Circuit impedance

There are several methods in use of measuring circuit impedances. Since the method to be used depends on both
the application of the printed board (e.g. frequency range) and the measuring equipment available, no preferred

IIEC method can be indicated.

If the measurement of a circuit impedance is required in a detail specification, the measuring method must

also be specified.


https://iecnorm.com/api/?name=3947d5f365b0d832bf22f2d8471b5a0b

o4

7. Essais mécaniques

7.1 Essai 10: Force d’adhérence
7.1.1  Essai 10a: Force d’adhérence, conditions atmosphériques normales

7.1.1.1 Objet

Déterminer la qualité d’adhérence des conducteurs au support isolant et sous conditions atmosphériques
normales, pour s'assurer d’'une adhérence adéquate aprés traitement.

I’adhérence est déterminée par la force par unité de largeur nécessaire pour décoller le conducteur-de la
surface adjacente du support isolant.

Note. — La force d’adhérence est influencée par I'épaisseur de la feuille de métal et par des revétements métalliques supplémentaires.

7.1.1.2 |Eprouvette

L’essail doit étre effectué sur des bandes conductrices droites a bords pa [ convenable et

de largeyr uniforme.

De prédférence la longueur du conducteur ne doit pas étre inférieurk 1 ndes de largeur
inférieur¢ &4 0,8 mm (0,03 in) ne seront pas essayées. S’il existe” des _cgndy & élegtrolytiquement
sur la caifte, quelques-uns d’entre eux seront essayés. ’ ‘

7.1.1.3 Méthode

Le conducteur doit étre détaché du suppOx i H i n) sur un coté.
La carte|d essayer doit étre supportée d onducteur sera
accroché¢ fermement sur sa largeur totale, p in rce de traction

qu’'a ce que le
étant mesurée.
Psse sur quatre
pendant I’essai

constamment croissante suivant une direc
conductepir se détache a une vitesse constg

Une longueur de conducte ) in) Joit étre ainsi détachée a cette vit
conducteprs. La force migima srgeur neeéssaire pour détacher le conducteur
sera la force d’adhérence

Les rédultats d’
également noter la larg

7.1.1.4

vtons par millimetre de largeur du conducteyr, mais on doit

a) les
b) forg

c) touf évs 3 a méthode d’essai normale.

7.1.2  Efsqi 10b: Forseé' d’adhérence, température élevée

A Tétude;
7.1.3  Essai 10c: Force d’adhérence, cartes imprimées souples
A Tétude.
7.2 Essai Il: Force de traction
7.2.1 Essai I1la: Force d’arrachement, pastilles avec trous non métallisés

7.2.1.1 Objet

Déterminer la qualité d’adhérence des pastilles au support isolant sous la contrainte d’opérations de soudage
répétées.
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7. Mechanical tests
7.1 Test 10: Peel strength

7.1.1 Test 10a: Peel strength, standard atmospheric conditions

7.1.1.1 Object

To determine the quality of adhesion of conductors to the base material under standard atmospheric conditions,
to ensure that the adhesion is adequate after processing.

The peel strength is measured as the force per unit width that is required to peel off the conductor from the
adjoining surface of the base material.

Note. — The peel strength is influenced by the thickness of the metal foil and ot additional platings.

7.1.1.2 Specinlen

The test shal] be carried out on straight conductors of suitable length and unifofy

0.031in)
ested.

The conductc
wide shall not |

7.1.1.3 Metho
The conductq one end.
The test board 1 over its
entire width, e. Jar to the
plane of the bag the force
required todot Fate from
each of four corlductors. The mini t shall be
taken as the pefl strength.
h shall be

Test results shall be ex@ed h
stated in the report.

7.1.1.4 Detaill

a) conducton
b) minimum

¢) any deviafi andard test method.

7.1.2 Test 108 Peéelstrenpth

elevated temperature

Under consideratiom

7.1.3 Test 10c: Peel strength, flexible printed boards

Under consideration

7.2 Test 11: Pull strength
7.2.1 Test Ila: Pull-off strength, lands with plain holes

7.2.1.1 Object

To assess the quality of adhesion of lands to the base material under the stress of repeated soldering operations.
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La force d’arrachement est déterminée par la force normale  la surface de Ja carte nécessaire pour séparer

la pastille du support isolant.

Cet essai fournit une indication approximative de la force d’arrachement aprés des opérations de soudage.

7.2.1.2 Eprouvette

Les essais seront exécutés sur des pastilles circulaires détachées an préalable des conducteurs adjacents.

Préférence est accordée aux dimensions des pastilles, trous et fils suivants:

Diameétre pastille Diameire trou Diametre fil
(mm) (in) (mm) (1) (mm) (in)
4 0,16 1,3 0,051 0,9-1,0 0,035-0,039
2 0,08 0,8 0,031 0,6-0,7 ( W4-0,0 P8

D’autres dimensions de pastilles, de fils et de trous peuvent étre indiqué yon particuliere.

Pour gne information sur la correspondance entre diametre de pa ent, consulter la
Publicatipn 326-3 de la CEI (a I'étude).
7.2.1.3 |Méthode

Le fil

La méthode d’essai 19d de soudure au t &tre employée
selon la la spécification
particuligre.

Apres rmales.

Une fo@rce sera appliquée‘au ulairement a la
carte imprimée. On aug 50 Nis (11 1bfis)
jusqu’a de que la pastille

On prgndra conty arte essayée, la plus petite de toutes les forces nécessaires pour
détacher|dix pastilles
7.2.14

a) pas

b) mé

¢) no

d) forge dlarrachement minimale;

e) touyt écart par rapport a la méthode d’essai normale.

7.2.2 Essai 11b: Force d’arrachement, trous métallisés sans pastilles

7.2.2.1 Objet

Déterminer la capacité des trous métallisés sans pastilles, & supporter la contrainte d’opérations de soudage

répétées.

7.2.2.2 Eprouvette

L’essai doit &tre effectué sur un nombre déterminé de trous métallisés sans pastilles d’une carte de production,
d'une éprouvette détachable ou d’une éprouvette composée a découper, tel que déterminé dans la spécification

particuliére.
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The pull-off strength is measured as the force normal to the surface of the printed board required to separate
the land from the base material.

This test gives an approximate indication of pull-off strength after soldering operations.

7.2.1.2  Specimen

Tests shall be carried out on circular lands that have been isolated from the attached conductors. The
following land, hole and wire dimensions are preferred:

Land diameter

Hole diameter

Wire diameter

Other land, ¥

For informat
(under consider

7.2.1.3 Metho

The wire sha

As specified

After the las

A force shall
board. This for

from the base material.

The smallest

pull-off strength of the boar

7.2.1.4 Detailf

a) lands to Y

b) soldering [t

(mm) (in) (mm) (in) (mm) (in)
4 0.16 1.3 0.051 0.9-1.0 0.035-0.039
2 .08 0.8 J.us] u.6-0.7 U((J&‘I-UN%‘j
A\

of any 00

¢) number of soldszingicyoles?

d) minimum

ire and hole dimensions may be specified in the relevant specifidation.

e) any deviatiefifrom the standard test method.

ibn 326-3

b method

18S.

e printed
separates

en as the

7.2.2 Test 11b: Pull-out strength, landless plated-through holes

72.2.1 Object

To assess the ability of plated-through holes without lands to withstand the stress of repeated soldering

operations.

7.2.2.2 Specimen

The test shall be carried out on a specified number of selected landless plated-through holes on a production
board, a test coupon or a composite test coupon as specified in the relevant specification.
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7.2.2.3 Méthode

Un f{il de matériau, dimension et longueur appropriés doit &tre étamé a une extrémité. La longueur sera

suffisante pour que I'essai de résistance 2 la traction puisse étre appliqué.

La dimension du fil sera telle qu’apres étamage, il puisse passer librement dans le trou 4 controler. Le matériau
du fil doit permettre I'étamage et sera de résistance suffisante pour répondre aux prescriptions de traction de

I’essai.

La partie étamée du fil sera insérée dans le trou de manidre a traverser et a dépasser la carte imprimée sur

une distance minimale de 1,5 mm (0,06 in). La partie du fil en saillie doit étre droite.

Le fil doit étre soudé dans le trou. La méthode d’essai 19d de soudure au fer ou la méthode d’essai 19¢ de

soudage au trempé doit étre employée selon les indications de la spécification particuliere.

Le nombre de cycles de soudage sera celui indiqué par la spécification particuliere.

Apres|le dernier cycle, I'éprouvette doit refroidir 30 min sous conditions atmdsphéri

Une foree sera appliquée au moyen d’une machine de traction en tirant s

jusqu’a de que le revétement se sépare du support isolant.

Cinq ¢ssais d’arrachement seront réalisés sur chaque face de
d’arrach¢ment de la carte imprimée a I’essai, la plus petite de
support jsolant, le revétement métallique de dix trous.

7.2.2.4 |Détails a spécifier

a) trofis 4 controler;
b} méthode de soudage;
¢) nombre de cycles de soudage;

d) for¢e d’arrachement mipimale; '

73 Esshi 12a: Pe’

73.1 dbjer

Déterminer le

7.3.3 Meéthode

rmales.

itulairement a la

50 N/s (11 1bfls)

ra comme force
bur détacher du

La planéité est mesurée, la face concave de la carte étant dessus, en présentant une régle 1égére a la surface
supérieure (concave) et en mesurant le jeu maximal entre la surface et la régle a 0,1 mm (0,004 in) pres.

La planéité est exprimée en rayon de courbure, déterminé par la formule suivante:

12
r==
8h

ol:
r =rayon de courbure
L =distance entre points d’appui de la régle

h =jeu maximal entre la régle et la carte
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7.2.2.3 Method

A wire of suitable length, size and material shall be tinned at one end. The length shall be such that the tensile
strength test can be performed.

The wire size shall be such that after tinning it may be passed freely into the hole to be tested. The material
of the wire shall be such as to permit tinning and be of sufficient strength to meet the tensile requirements
of the test.

The tinned end of the wire shall be inserted into the hole to protrude through the printed board a minimum
distance of 1.5 mm (0.06 in). The wire protruding shall be straight.

The wire shall be soldered into the hole. As specified in the relevant specification, the hand-soldering method
Test 19d or the dip-soldering method Test 19¢ shall be used.

The number of soldering cycles shall be as specified by the relevant specification.

After the lasf cycle, the specimen shall be allowed to cool 30 min at standard atmosgtheric eqnditiqns.

A force shall
printed board. |
separates from

Five pull-out
the plating of t
under test.

7.2.2.4 Deiaild to be specified:

a) holes to b tested;
b) soldering mmethod;
¢) number of soldering cycles;

d} minimum [pull-out strength;;

e) any deviation from the standarg

Flainess Q

7.3 Test 12a:

7.3.1 Object

To determing

7.3.2 Specime
The test shal

7.3.3 Method

Flatness is measured with the board laid concave side up by offering a light straight-edge to the upper
(concave) surface and measuring the maximum clearance between the surface and the straight-edge to the
nearest (.1 mm {0.004 in).

Flatness is expressed as the radius of curvature determined by the following formula:

2

t..

\
I

o]
=

where:
r = radius of curvature -
L = distance between the points of support of the straight-edge

A = maximum clearance between straight-edge and board
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Le rayon de courbure minimal doit étre noté comme mesure de la planéité de la carte; on notera également
les dimensions de la carte essayée.
7.3.4 Dérails a spécifier
a) rayon de courbure minimal admis;

b) tout écart par rapport a la méthode d’essai normale.

7.4 Essais mécaniques pour cartes imprimées souples

A I'étude.

8. EssJis divers -

8.1 Esqai 13: Finitions du revétement
8.1.1 Hssal 13a: Adhésion du revétement, méthode du ruban adhési
8.1.1.1 |Objer

Déterminer un degré minimal d’adhérence d’'un revéte

I’action fHe protection du revétement ou mple finition de

contact.

8.1.1.2 | Eprouvette

L’essali doit étre effectué &

8.1.1.3 | Méthode
On ap pliquera@ ¢
pressant|avec les dorgis;

ment & gs

¢ adhésif d’un ruban adhésif transparent non|transférable, en
sclure toutes les bulles d’air. Apres 10 s, on enleyera le ruban en
ruban suivant une direction perpendiculaire a la syrface du revéte-
au minimum de 1 cm? (0,155 in?).

Apres|enle y artie de celui-ci qui était en contact avec la surface du revétpment & essayer,
aussi bid 5 ement lui-méme, doit étre examinée visuellement selon I'esspi la..

Un ru cqugt & PX¥Cp/90/0/Tp selon la Publication 454 de la CEI

Note. — 1 &vgtue ayessayer devra, s1 possible, &tre séparée de la surface restante par découpage du revftement. La surface
a|essayer/peut étre/encore subdivisée en autant de découpes similaires, a2 2 mm (0,079 in) d’intervalle, que la surface revétue
alessayer le permet.

8.1.1.4  Détails a spécifier

a) exigences;

b) tout écart par rapport 4 la méthode d’essai normale.

8.1.2 Essai 13b: Adhérence du revétement, méthode de brunissement

8.1.2.1 Objet

Déterminer la.capacité de résistance au brunissement d’un revétement pouvant survenir au cours d’une
utilisation courante, par exemple finition de contact.

Cet essai est applicable seulement a certains types de revétement.
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The minimum radius of curvature shall be reported as a measure of the flatness of the board, together with

the dimensions of the board tested.

7.3.4  Details to be specified

a) permissible minimum radius curvature ;

b} any deviation from the standard test method.

7.4  Mechanical tests for flexible printed boards

Under consideration.

8. Miscellane(lus tests

8.1 Test 13: Rlating finishes
B.1.1 Test 13d: Adhesion of plating, tape method

8.1.1.1 Object

To assess a munimum degree of adhesion of a plating to its bgse.

The test is no{intended to give any information reg
effect of the pldting or its suitability for electricd]

8.1.1.2 Specimen
The test shal

8.1.1.3 Methold

rotection

er test by

The adhesive[side of a :
finger pressure,[care being taken ; S it bubbles. After an interval of 10 s, the tape shali be refnoved by

applying a steady pulling fg
The plated ares

After removs
as well as the s

A suitable ta

Note. — Where pogsible, the
under test|can be_further
under test

ated arga under test shall be separated from the remaining area by cutting through the platin
ubdivided by as many similar cuts at 2-mm (0.079-in) intervals as can be contained on the

nder test.

hder test,

b. The area
plated area

8.1.1.4 Details to be specified

a) requirements;

b) any deviation from the standard test method.

8.1.2 Test 13b: Adhesion of plating, burnish method

8.1.2.1 Object

To assess the ability of a plating to withstand burnishing stresses that might occur during normal use, for

instance as contact finish.

This test is applicable to certain types of plating only.
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8.1.2.2 Eprouvette

L’essai doit &tre effectué sur des zones métallisées spécifiées de couches conductrices d’une carte de
production.

8.1.2.3 Meéthode

Une petite portion de la surface revétue doit &tre frottée rapidement et fermement avec Iextrémité d’un
‘outil lisse convenable, pendant approximativement 15 s. La pression appliquée doit étre suffisante pour brunir
le revétement & chaque passage, mais ne doit pas le couper.

Un outil convenable est constitué par une tige d’acier de 6,0 mm & 6,5 mm (0,236 in 4 0,256 in) de diamétre,
possédant une extrémité hémisphérique lisse. ‘

Les surfaces contr6lées seront inspectées visuellement selon I'essai 1b.

8.1.2.4 |Détails d spécifier

a) exigences;

b) todt écart par rapport a la méthode d’essai normale.

8.1.3 Hssai 13c: Porosité, exposition aux gaz

8.1.3.1 |Objet
Détecfer les discontinuités dans certains

L’expgsition aux atmospheres humides sulfureux donne
naissanc¢ 4 des produits de corrosion qui . i ¢ les discontinuités du revétemen.

L’essa et il est valable

lorsqu’il [y a une sous-couchg’de\nickel:

La pogsibilité d’applic (’essai sont tres
limités. Far conséquent, t A “appliquer 'essai que s’it est agréé explicitement par ’acheteur
et le vendeur.

8.1.3.2

Eprouvette

Une p ium sur cuivre,

8.1.3.3

Une chambre=sqnvenant & I'essai est formée par un dessiccateur conventionnel en verre ef son couvercle,
ayant un| volumle totakifiterne de 10 L. Le couvercle et les rebords sont enduits de graisse a v|de afin d’éviter
les fuitey de”gaz. Le dessiccateur doit comprendre une assiette perforée, en céramigue veinie, servant de
support aux éprouvettes a essayer.

Nettoyer et sécher 'assiette en céramique et les surfaces intérieures de la chambre. Placer 0,5 ml d’eau
distillée a la base de la chambre, sous 'assiette en céramique. Dégraisser les éprouvettes & la vapeur de
trichloréthyléne ou avec un autre solvant convenable, essuyer avec un chiffon ne déposant pas de poussiére
et attendre que les éprouvettes atteignent la température de la piece. Placer les éprouvettes sur I'assiette en
céramique, la face & essayer étant tournée vers le haut,

Remplir un bocal en verre, propre et sec, ou un verre a mesure, de 100 ml de capacité, avec de I'oxygene
sulfureux obtenu a partir d’un syphon & gaz liquide par déplacement d’air vers le bas. Placer le bocal en verre
et son contenu horizontalement sur I’assiette en céramique, le long des éprouvettes a essayer et ouvrir le bocal
afin de permettre au gaz de se répandre dans la chambre & gaz. Fermer la chambre immédiatement et la laisser
fermée au moins 24 h. A la fin de cette période, ouvrir la chambre et la laisser pendant 1 h dans les conditions
normales de la piéce.
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8.1.2.2 Specimen

The test shall be carried out on specified plated parts of conductive layer(s) on a production board.

8.1.2.3 Method

A small area of the plated surface shall be rubbed rapidly and firmly with the end of a suitable smooth tool
for about 15 s. The pressure applied shall be sufficient to burnish the coating at each stroke but not sufficient
to cut the coating.

A suitable tool is a steel rod of approximately 6.0 mm to 6.5 mm (0.236 in to 0.256 in) diameter with a
smooth hemispherical end.

The tested are

a shall then be visually examined using Test 1b.

8.1.2.4 Details

a) requireme

b) any deviat]

8.1.3 Test 3¢

8.1.3.1 Object
To detect disd

Exposure to 1
to appear at dis

The test is suitable for the examination of gold, pllad

when there 1s af

Feasibility of
Therefore, it 1s

8.1.3.2 Specim

A suitable pal
of nickel.
8.1.3.3  Method

A suitable ch
of 101. The id a
vessel should in

s ;

ontinuities in certain metal plating

noist atmaospheres containing sulpl

hd the body

to be specified

on from the standard test method.

FPorosity, gas exposure

ontinuities in the coating.

undercoat of nicke

g

ges are to be smeared with vacuum grease to prevent gas leakage. The d

products

ropriate

limited.
r.

hdercoat

volume
bsiccator

ludé a perforated glazed ceramic plate to act as a support for the samples under test

Clean and dry the ceramic plate and internal surface of the chamber. Dispense 0.5 ml of distilled water on to
the base of the chamber beneath the ceramic plate. Degrease the samples in trichlorethylene vapour or with
other suitable solvent, wipe with a lint-free cloth and allow them to attain room temperature. Place the samples
on the ceramic plate with the face to be tested upwards.

Fill a clean, dry glass jar or measuring cylinder of 100 ml capacity with sulphur dioxide gas from a liquid gas
syphon by downward displacement of air. Place the glass jar and its contents horizontally on the ceramic plate
alongside the samples under test and open the jar to permit the gas to flow into the gas chamber. Close the chamber
immediately and leave it for not less than 24 h. At the end of this period, open the chamber and allow it to
stand for 1 h under normal conditions.
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Enlever le bocal en verre de la chambre et le remplir avec du gaz hydrogéne sulfureux préparé a partir de
sulfure de fer et d’acide chlorhydrique. Recueillir le gaz par déplacement d’eau dans un réservoir pneumatique
et sécher I'extérieur du bocal en verre.

A

Placer le bocal ¢t son contenu dans la chambre & gaz tel que décrit précédemment, fermer la chambfe
immédiatement et la laisser fermée au moins 24 h.

A la fin de cette période, ouvrir la chambre et enlever I'éprouvette en prenant soin de ne pas toucher
la face a essayer.

L’éprouvette sera alors examinée visuellement selon I’essai 1b.

8.1.3.4 Détails a spécifier

a) exigences;

b) toyt écart par rapport a la méthode d’essai normale.

8.1.4 Hssai 13d: Porosité, essai électrographique, revétement d’ or sur Cuivy

8.1.4.1 | Objet
Détecter les discontinuités dans certains revétements mét

L’essdi convient pour 'examen des revétements d’or, d ‘ § ans sous-couche
de nickdl.

La pq tats d’essai sont
tres lim:llt xplicitement par
I’acheteqr et le vendeur.

8.1.4.2 | Eprouvette

Une partie convenablg eveétue d’or, de palladium ou de rhodium sur cuivre.
8.1.43

Du pz pendant 10 min
dans un E 'eau distillée,
avec 0,1 ‘excédent de la
solution|é

Le p4 ) ion fraichement
préparé de’ sulfure de sodium dans de I'’eau distillée, aprés quoi le papier dloit étre devenu

jaune upiforfier(cequiAndique un précipité complet du sulfure de cadmium). Le papier est dlors lavé a 'eau
courantg pendant environ 1 h, puis séché soigneusement dans un courant d’air.

Un papier buvard a usage photographique de bonne qualité est trempé dans de 'eau distillée, puis séché
de telle maniere qu'il puisse donner d’une fagon trés précise les électrogrammes.

Le revétement est soigneusement nettoyé avec une poudre fine d’ajumine (ou de magnésie) dans de I'eau
afin d’enlever les contaminations de surface, puis rincé avec de l'eau distillée et séché. Les surfaces ainsi
préparées doivent étre gardées propres jusqu’a exécution de I'essal.

Sont placés sur I'éprouvette (qui joue le role d’anode): un morceau du papier au sulfure de cadmium, puis
un morceau du papier buvard & usage photographique, celui-ci étant en contact avec une plaque fraichement
lavée d’aluminium de haute pureté (qui joue le rdle de cathode). Cet ensemble est alors comprimé jusqu’a ce
que la pression entre le papier au sulfure de cadmium et I'éprouvette soit uniforme et comprise entre 140 N/em?
et 170 N/cm? (200 1bffin2 a4 250 Ibffin?). Pendant cette compression, on applique un courant continu non
ondulé de faible intensité, provenant d’une source dont la tension n’excéde pas 12 V. Le courant initial doit
atre de 7,7 mA/cm? (50 mA/in?) d’anode et est maintenu pendant 30 s.
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Remove the glass jar from the chamber and fill it with hydrogen sulphide gas prepared from ferrous sulphide
and hydrochloric acid. Collect the gas by water displacement in a pneumatic trough and wipe the outside of the
glass jar dry. :

Place the glass jar and its contents in the gas chamber as before, close the chamber immediately and leave it for
not less than 24 h.

At the end of this period, open the chamber and remove the sample, taking care not to touch the face
under test. '

The specimen shall then be visually examined using Test 1b.

8.1.3.4 Details to be specified

a) requirements;

b) any deviafion from the standard test method.

8.1.4 Test 13d: Porosity, electrographic test, gold on copper

8.1.4.1 Object

To detect dis

The test is sui ndercoat
of nickel.

Feasibility of y limited.
Therefore, it is ; icitly agreéd between purchaser angl vendor. -

8.1.4.2 Speci:]en
A suitable p

8.1.43 Metho

Whatman 54
10%g solution g
density of 1.16

n a fresh
d with a

The paper is dhi artially and is then immersed in a fresh 5 %o solution of sodium sulphide in distilled
water for 30 s, a[j h ipitate of
cadmium sulphide). The paper carefully
dried in a circulating air system.

then washed in running water for approximately 1 h, after which it is

A good-quality photographic blotting-paper is soaked in distilled water and dried to a degree of dryness that
produces consistent, sharply defined electrograms.

The plating is lightly cleaned with a little powdered alumina (or magnesia) and water to remove any extraneous
surface contamination, and then flushed with distilled water and dried. The cleaned surfaces must be kept clean
until the test is completed.

A piece of the cadmium sulphide paper is piaced on the plated sample (which acts as the anode) followed by a
piece of the photographic blotting-paper, the latter being in contact with a freshly cleaned high-purity aluminium
platen (which acts as the cathode). The assembly is compressed so that the pressure between the cadmium sulphide
paper and the sample is uniform and between 140 N/icm? and 170 N/em? (200 Ibf/in? and 250 Ibf/in?). Whilst the
assembly is under compression, a smooth, ripple-free d.c. current from a source not exceeding 12 V is passed. The
current is set initially at 7.7 mA/cm? (50 mA/in?) of anode area and passed for 30 s.
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L’électrogramme produit sur le papier au sulfure de cadmium est séché. La présence de défauts sur le revéte-
~ment est'révélée par une coloration brune sur le papier. Des réactifs chimiques de qualité «pour analyses»
doivent étre utilisés.

L’éprouvette sera alors examinée visuellement, selon 'essai 1b.

Notes concernant la méthode d’essai

1. —La surface de la cathode en aluminmum de haute pureté doit étre exempte de graisse et de poussiéres étrangéres qui pourraient
créer des taches inopérantes sur le papier au sulfure de cadmum.

2. — Afin de prolonger la vie active du papier au sulfure de cadmijum, celui-ci doit étre stocké dans une enceinte noire.

3. — La durée de vie du papier est approximativement qu;;tre 4 six semaines.

4. — Aprés cet essal, les contacts doivent étre lavés & nouveau comme avant I’essal, rincés a 'eau distillée chaude et essuyés soigneuse-

ment. Le papier au sulfure de cadmium utilisé ne doit pas étre laissé en contact avec la surface de revétement de la carte imprimée.

8.1.4.4  Détails d spécifier

a) exipenees:
b) touE €cart par rapport a la méthode d’essai normale.

8.1.5 Epsai 13e: Porosité, essai électrographique, revétement d’or sur

8.1.5.1 |Objet
Détectier les discontinuités dans certains revétements métalliques a méthode €lectrographique.
La méthode convient pour I’examen des revétements d/or, de 107 rhodium sur yne sous-couche
de nickel.
La pogsibilité d’application et le nives : i a retirer des résulfats d’essai sont

trés limifés. Par conséquent, il est recomma
I’achetedr et le vendeur.

8.1.5.2 |Eprouvette
Une p

couche de nickel.
Méthode@
i ' dlent est trempé pendant 10 min dans une solutjon de 0,8% de
nioxime dans de I'eau distillée. La solution en excédent estlenlevée a I’aide
de papie . i 2\est ensuite suspendu afin de le sécher. '

On pr 3d, excepté que le morceau de papier nioxime est humidifig a I'eau distillée
et expos oniac. L’excés est enlevé i 'aide de papier buvard et le «tampon arriere » du
papier buivardhphiotogra e est utilisé sec.

L’élecfrogranime produit sur le papier nioxime est exposé aux vapeurs d’ammoniac, puis séghé. La présence
de défadts\sur le revétement est révélée sur le papier par une tache rouge ou pourpre corr¢spondante. Les
défauts d'une sous-couche de nickel déposée sur cuivre sont révélés par des taches brun-vert.

L’éprouvette sera alors examinée visuellement, selon I'essai 1b.

8.1.5.4 Détails a spécifier

a) exigences;
b) tout écart par rapport 2 la méthode d’essai normale.

8.1.6 Essai 13f: Epaisseur de métallisation

8.1.6.1 Objet

Déterminer I'épaisseur de métallisatton d’un nombre déterminé de points d’'une impression conductrice.


https://iecnorm.com/api/?name=3947d5f365b0d832bf22f2d8471b5a0b

37

The electrogram produced on the cadmium sulphide paper is allowed to dry. The presence of any defect in the
plated coating is revealed by a corresponding brown stain on the paper. Analytical reagent grade chemicals

must be used.

The specimen shall then be visually examined using Test 1b.

Notes on test procedure

1. — The high-purity aluminium platens must at all times be free from grease and foreign matter likely to cause inoperative areas on the
cadmium sulphide paper. :

2. — In order to preserve the active life of the cadmium sulphide papers, they should be stored in a dark sealed container.

3. — The shelf life of the papers is approximately four to six weeks.

4. — After this test, the contacts must be cleaned again as before, rinsed finally in hot distilled water and carefully dried. The used cadmium
sulphide paper must not be stored in contact with the plated surface of the board.

8.1.4.4  Details to be specified

a) requirements;

b) any devia]tion from the standard test method.

B.1.5 Test 136

8.1.5.1 Object
The detect dj

Feasibility of

Therefore, it ip

vendor.

8.1.5.2  Specin

A suitable p4g

8.1.5.3 Metho
Whatman 54

1 : 2 dione dioki

hung up to dry.

The procedur
and exposed to
blotting-paper i

The electrogn

en

am, produced o

The presence of

Porosity, electrographic test, gold on nickel

coat.

y limited.
aser and

f nickel.

Jlohexane
paper is

¢xcept that the piece of nioxime paper is moistened with distilled water
e excess is removed by blotting, and the “backing pad” of phofographic

the nioxime paper is exposed to ammonia vapour and then allowefl to dry.

any/defect in the plated coating is revealed by a corresponding purple-red stain on the paper.

When plated on copper, nickel undercoat defects are revealed as brownish green stains.

The specimen shall then be visually examined using Test 1b.

8.1.5.4 Details

to be specified

a) requirements;

b) any deviation from the standard test method.

8.1.6 Test 13f: Thickness of plating

8.1.6.1 Object

To determine the thickness of plating at a number of specified points of a conductive pattern.
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8.1.6.2 Eprouvette

La mesure devra étre faite sur une impression conductrice possédant des revétements métalliques supplé-
mentaires. ‘

8.1.6.3 Meéthode

L’épaisseur du revétement métallique sera mesurée a 1'aide d’une méthode adaptée au type de revétement
et du support isolant, et telle qu’agréée par I'acheteur et le fabricant, de préférence une méthode reconnue
internationalement, par exemple une méthode de I'ISO.

8.1.6.4 Détails a spécifier

a) méthode a utiliser;

b) exipences;

¢) toyt écart par rapport a la méthode d’essai normale.

- 8.2 Essui 14a: Soudabilité

8.2.1 Qbjet

Evalug

L’essa gtre simulé par
p

Papplica
Note. —L|

Le bu

8.2.2 Hprouvette

L’épraquvette, détermined p3 spécificati i oduction, d’une
éprouvelte détachgble g POC de la CET:
Essai Tq: Deuxiért ¢ et des stratifiés
plaqués métal. '

8.2.3 :l!
Lessal s

suivante<

kupplémentaires

Tempérd

La ter 2’soudure doit étre de 235+ 5 °C/-0 °C.

hpérature de

N(:"ltOy(l i l’c/yluuvct&:
Les éprouvettes doivent &tre traitées avec soin afin de minimiser I'oxydation. et la contamination des
surfaces a essayer,
a) Cartes imprimées non protégées par un dépot électrolytique
Les éprouvettes doivent étre dégraissées par immersion dans un solvant organique neutre a la température
ambiante, séchées, immergées pendant 15 s dans une solution de HCl (une partie de HCl de masse
volumique 1,180 gicm3 et quatre parties d’eau en volume), rincées dans de 'eau désionisée et séchées
a Pair chaud.

b} Cartes imprimées avec conducieurs et trous protégés par un dépot électrolytique
Les éprouvettes doivent étre dégraissées par immersion dans un solvant organique neutre.

¢) Cartes imprimées protégées par un flux de laque ne devant pas étre enlevé avant soudage
Aucune méthode de nettoyage ne sera appliquée.
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The measurement shall be made on a conductive pattern having additional platings.

8.1.6.3 Method

The thickness of plating shall be measured by a method suitable for the type of plating and base, and as
agreed between purchaser and vendor, preferably by an internationally accepted method, for instance

an ISO method.

8.1.6.4 Details

a) method to

n

b) requiremagats

to be specified

be used;

o
T

¢} any devia

8.2 Test 14a:

8.2.1 Object
To assess the

The test is ca
using acceleratg

Note. — Acceleratg

It is not the i

8.2.2 Specimen

The specimen
a composite test
the solderability

8.2.3 Method

The test shall
specifications:

Solder temperat

The temperature Of the

Cleaning of the

coupon

3

ion from the standard test method.

Solderability

specified by thg
in geeor(]

of printr dg

pecimen

hlated by

upon or
I testing

bmentary

Care must be taken when handling the specimen to minimize oxidation and contamination of the surfaces

to be tested.

a) Printed boards not protected by a plated deposit
The specimen shall be degreased by immersion in a neutral organic solvent at room temperature, dried,
immersed for 15 s in a solution of HCI (one part HCl of density 1.180 g/cm? and four parts water by volume),
then rinsed in de-ionized water and dried in hot air.

b) Printed boards having conductors and holes protected by a plated deposit
The specimen shall be degreased by immersion in neutral organic solvent.

¢) Printed boards protected by a flux lacquer not intended to be removed prior to soldering
No cleaning procedure shall be applied.
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Inspection finale
En plus de I’évaluation de la soudabilité, selon I'article 8 de la Publication 68-2-20C de la CEI, I'éprouvette
doit étre examinée visuellement selon la méthode de grossissement 10 X de I'essai 1b.

Voir la figure 6, page 56, pour illustration de surfaces soudées.

8.2.4  Détails a spécifier
a) éprouvette a controler;
b) flux a employer;
¢} vieillissement accéléré, si applicable;
d) temps de mouillage et de démouillage;

e) exigences pour 'examen visuel;

/) to(JT écart par rapport a la metnode d ¢ssai normale.

8.3 Esdui 15a: Décollement interlaminaire, choc thermique

8.3.1 QQbjet
Déterminer qu’'un procédé de fabrication correct et un matériatnadgqixg & en vérifiant que
la carte jmprimée résiste & un choc thermique spécifié sans mo hé ~ i aire.

8.3.2 Hprouvette

L’essal doit étre effectué sur une carte d irtie déterminée

d’une éprouvette composée a découper.

8.3.3 Méthode

I’ éprquvette sera précondjti

Apres|reprise, on appli - la spécification

particulipre.

L’éprd Rsement 3 X.
Aaire interne doit &tre contrdlée, on procédera a une coupe

Sila
alors examinée visuellement par 'emploi de ia méthode d’essai lc,

métallog]
grossisse

8.3.4 ¢

a) dugé
b) col

¢} exigences;

H]

d) touf &carf par rapport a la methode d €ssal normale.

8.4 Essai 16a: Inflammabilité

8.4.1 Objet

Etablir les caractéristiques d'inflammabilité d’une carte imprimée.

Note. — Les caractéristiques d’inflammabilité d’une carte imprimée peuvent &tre différentes de celles du support 1solant métallise.
D’autres méthodes d’essais sont a I'étude.

8.4.2 Eprouvette
L’essai doit étre effectué sur une carte de production, une éprouvette détachable ou des zones spécifi¢es

d’une éprouvette composée a découper.
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Final examination
In addition to the evaluation of solderability in accordance with clause 8 of IEC Publication 68-2-20C,
the specimen shall be visually examined using the x 10 magnification method Test 1b.

For illustration of soldered surfaces, see Figure 6, page 56.

8.2.4  Details to be specified

a) specimen to be tested;

b) flux to be used;

¢) accelerated ageing, if applicable;
d) wetting and dewetting times;

"e) requirements for the visual examination;

: H L +la £ = | Attt P IS |
f) any deviapormrtfronrthestandard—test-method-

8.3 Test I5a: Pelamination, thermal shock

8.3.1 Object
To determineg a printed

board to withst

8.3.2 Specime

The test shal psite test

coupon.

8.3.3 Method
The specimer

After recover ification.

The specimey shall thf@
If internal ddlamination Ys

examined using

e visually

8.3.4 Details 1

a) preconditi

b) microsect

oning;

¢) requiremgnts;

3 + £ L ja | pa | ) PUPS |
d) any deviatienfromthestandardtest-methed:

8.4 Test 16a: Flammability

8.4.1 Object

To assess the flammability characteristics of a printed board.

Note. — The flammability characteristics of a printed board may differ from those of the metal-clad base material. Further test methods are
under consideration.
8.4.2 Specimen

The test shall be carried out on a production board, a test coupon or specified parts of a composite test
coupon.
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8.4.3 Méthode
L’essai doit étre effectué selon le paragraphe 4.3 de la Publication 249-1 de la CEIL

8.4.4 Dérails a spécifier
a) partic de la carte imprimée a contrdler;

b) durée de combustion maximale;

¢} tout écart par rapport a la méthode d’essai normale.

8.5 FEssai 17a: Résistance aux solvants et aux flux

8.5.1 Objet

Evalugr, pour les marquages, pour les couches de réserve de soudure et po
sur des ¢artes imprimées, la résistance a I’application de solvants détermip
une opérfation de soudage spécifiée.

Note. — Cpt essal n'est pas applicable aux marquages, aux couches de réserve de gouduwe t
c¢nductrices recouvertes d'étain ou d’étain-plomb quand on utilise le préconditi

8.5.2 Hprouvette

s enrobagesiisolants exécutés

L’éprquvette aura une forme rectangulaire et porterd deg m 3 L ) enrobages tels qu’ils soient

couverts|par le tampon de feutre.

8.5.3 Méthode

Précondifionnement

L’éprg i c 5 a avant et (ou) aprés soudage. On eff¢ctue ensuite, si

cela est g

Les éq
dans la s

1

e temps de flottement sera de 54} s.

ormale: I’éprouvette doit étre fluxée comme indiqué
toyage préconisé dans I'essai 19¢ ne sera pjs effectué.

Solvants

L’essa ¢ ! nge azéotropique de 4% (en masse) d’éthanol ou {’'isopropanol et
96% (en

Si des i > da 5 ants sont exigés, ils doivent faire 'objet d’un accord entre achefeur et vendeur.

Les sofva WIS : Ralcool éthylique, I'isopropanol, le toluéne, 1.1.1 trichloréthane, le frichloréthylene,
le méthy

Généralile

3 P . - i & P - A £L F— | 1 h RV P
Sauf indicationscontratres; Pessaidoit-étreeffecturédamstesconditiomsatmospiérigques rotnrles et le solvant

se trouvant a la température ambiante.

L’essai doit étre effectué en frottant la surface i controéler, d’'une maniére déterminée, au moyen d’un tampon

de feutre tandis que I’éprouvette est recouverte de solvant.

L’échantillon doit &tre attaché dans une cuvette de telle maniére que ’on évite tous ses mouvements pendant
I'essai. Le solvant contenu dans la cuvette doit couvrir completement la surface de I’éprouvette. Le frottement

doit commencer immédiatement aprés que le solvant a été versé sur I'éprouvette.

Le frottement doit &tre exécuté par un mouvement alternatif d’une course approximative de 50 mm (2 in)

et d’une fréquence d’une course/seconde environ.
Des cycles de 25 courses doivent étre effectués.

Trois éprouvettes doivent étre essayées pour chaque solvant.
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The test shall be carried out in accordance with Sub-clause 4.3 of IEC Publication 249-1.

8.4.4  Details io be specified

a) part of the printed board to be tested;

b} maximum burning time;

c) any deviation from the standard test method.

8.5 Test 17a: Solvent and flux resistance

8.5.1 Object

To assess the [ability of markings, soider resist layers and insulating coatings on a pri
the application pf specified solvents or fluxes before and/or after a specified solderi

Note. — Not applichble to markings, solder resist layers and insulating coatings on conductj

when precgnditioning by Test 19b is used.

8.5.2 Specimer .

The test spedimen shall be of rectangular shape and shall b

covered by the felt pad..

8.5.3 Method
Preconditioning| - :

The specimer] r after soldering. If required, a
operation in acq o floating time shall be 5 % s.

The following dpply: the specimen shall be fluxed as
in the relevant adspecified under Test 19c shall be omitted.
Solvents

The test shal an’ azeotropic mixture of 4% by weight of either ethanol or iso|

and 96% by wg

If tests with

ketone and hot

General

ithstand

r tin-lead,

le to be

soldering

specified

propanol

A il AL I 1 1 11 A 1 4 - - 1 . . o | .
Unless otherwisespeciiied;, thetest sttt becarmedouturderstardard—atmos phrericconditrons—amd with the

solvent being at ambient temperature.

The test shall be carried out by rubbing the surface to be tested in a specified manner with a felt pad while the

specimen is covered with the solvent.

The specimen shall be secured in a pan in such a way as to prevent any movement during the test. The solvent
in the pan shall completely cover the surface of the specimen. The rubbing shall begin immediately after the solvent

has been poured over the specimen.

The rubbing shall be performed with a reciprocating motion with a stroke of approximately 50 mm (2 in) and
a frequency of approximately one stroke per second.

Twenty-five stroke cycles shall be carried out.

Three specimens shall be tested for each solvent used.
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Le tampon doit étre neuf pour chaque solvant utilisé, ou nettoyé et séché trés soigneusement aprés chaque
usage et avant son réemploi avec un autre solvant.

Méthode manuelle

L’éprouvette doit étre frottée au moyen d'un tampon de feutre auquel on applique une faible pression
d’environ 0,5 N/em? (0,7 Ibf/in?). Le tampon de feutre aura une teneur minimale de laine de 85%, une épaisseur
approximative de 6 mm & 7 mm (0,236 in a 0,276 in) et une surface d’au moins 6,5 cm? (1 in2).

A la fin de l'essai, le solvant doit étre enlevé et I'éprouvette examinée visuellement, sans grossissement,
essai 1.

Méthode d’arbitrage

En cas de désaccord entre acheteur et vendeur, I'essai doit étre effectué au moyen d’un appareillage équivalent
a celui indiqué a la figure 7, page 57. La machine se compose essentiellement d’'un moteur a cylindre a air
donnant une action constante, & mouvement alternatif.

Le m¢ feutre parallele
a la surf pour le tampon
doit étrg épaisseur; teneur
minimal feutre doit- étre

d’au mo
L’épaiss

m? (0,7 Ibf/in?).
276 in).

Alaf essai la.

854 1

a) Toj

c) le solvant, s’il n’est pas normalisé;
d) les|exigences pour examen visuel;

e) tod

9. Epre

9.1 Es

9.1.1 Hssai gnt, conditions atmosphériques normales

9.1.1.1

Stabiliser les—sgnditigns thermiques et d’humidité d'une carte imprimée, & tel point gpe des résultats
significaiifs et feproduefibles puissent étre attendus, lorsqu’on effectue certains essais, par ex¢mple la mesure
de résistpnice”d’isolement.

9.1.1.2 Méthode

L’éprouvette doit étre stockée pendant 24 h, sous conditions atmosphériques normales.
9.1.1.3 Deétails a spécifier

a) tout écart par rapport a la méthode d’essai normale.
9.1.2 Essai 18b: Préconditionnement, 125 °C

9.1.2.1 Objet

Sécher I'éprouvette de telle maniére que les résultats d’essai ne soient pas influencés par ’humidité du matériau.
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The pad shall be fresh for each solvent, or thoroughly cleaned and dried after each use, before re-use with
another solvent.

Hand method

The specimen shall be rubbed with a felt pad and applying a low pressure of approximately 0.5 Nicm?
(0.7 1bffin?). The felt pad shall have a wool content of 85% minimum, a thickness of approximately 6 mm to
7 mm (0.236 in to 0.276 in) and a surface of at least 6.5 cm? (1 in?).

At the end of the test, the solvent shall be removed and the specimen shall be visually examined without
magnification, Test 1.

Referee method

In case of dispute between purchaser and vendor, the test shall be carried out with a testing apparatus
equivalent to that shown in Figure 7, page 57. The apparatus consists essentially of a constant action reciprocating
air cylinder motpr

The reciprocalting mechanism shall be of such construction as to maintain the surtae@pf the feMpad parallel
to the surface o
for the pad shal
859% minimum
least 6.5 cm? (1
of the felt pad s

At the end of Test 1a.

8.5.4 Details tq be specified

a) soldering gperation, if required;
b) flux, if soldering operation is required ;
¢) solvent, if not standard;

d) requiremepts for visual examina

e} any deviatjon from the standard

9. Environmental condi

9.1 Test18: P

econditioning

9.1.1 Test 18a utrnospheric conditions

9.1.1.1 Object

To stabilize the therntal and Yumidity conditions of a printed board to such an extent that signifi¢ant and
consistent resulty can-be expeeted when carrying out certain tests, e.g. measurement of insulation refistance.

9.1.1.2 Method

The specimen shall be stored under standard atmospheric conditions for 24 h.
9.1.1.3  Details to be specified

a) any deviation from the standard test method.
9.1.2 Test 18b: Preconditioning, 125 °C

9.1.2.1 Object

To dry the specimen to such an extent that test results will not be influenced by moisture in the material.
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9.1.2.2 Méthode

L’éprouvette doit étre préconditionnée dans un four ventilé & 125+ 5 °C pendant une période déterminée
par la spécification particulidre. L’éprouvette sera alors refroidie a4 une température inférieure a 35 °C
sous conditions atmosphériques normales. En aucun cas, cependant, la période de refroidissement ne devra
dépasser 8 h.

9.1.2.3  Détuils a spécifier

a) durée de préconditionnement;

b) tout écart par rapport & la méthode d’essai normale.

9.2 Essai 19: Choc thermique

9.2.1 Hssai 19a: Choc thermique, immersion dans un bain d’huile

9.2.1.1 | Objet

Appliuer un choc thermique au méme moment a toutes les faces

9.2.1.2 | Méthode

P60+ 5 °C/-0 °C
s de la surface.

On d¢it utiliser un bain ‘de silicone bien agité ou dg¢
pendant|toute la durée de 'essai. La température doi
Note. — Un bain adéquat doit avoir une tempérgture N\’ i ilité s : X ¢ e de décomposition

sppéricure a 250 °C et une conduction de un méthyle phényle
polysiloxane.’

L’épr
de capati

doit étre
Apres 1g

dans un support
"C. L’éprouvette
fion particuliére.
e 15 °Cet 35 °C.

trichloréthyléne
ée une nouvelle

Apred
pendant
fois a I'gi

9.2.1.3

92.2 kssail9b: ) thermique, immersion dans un bain de sable fluidifié

9.2.2.1 Objet

Appliquer un choc thermique, au méme moment, a toutes les faces de I’éprouvette lorsque I'emploi d’un
bain d’huile silicone n’est pas souhaitable.

9.2.2.2 Meéthode

On doit utiliser un bain de sable fluidifié d’'un modete adéquat (par exemple comme représenté a la figure 8,
page 58) et maintenu 2 260 + 5 °C/—0 °C pendant toute la durée de I'essai. La température doit étre mesurée
approximativement au méme endroit que celui occupé par I'éprouvette. L’éprouvette sera immergée de cOté,

c’est-3-dire sa surface perpendiculaire 4 la surface du bain, et placée dans un support de capacité thermique
si faible que la température du bain ne descend pas au-dessous de 260 °C. L’éprouvette doit étre complétement
immergée dans le bain pendant une période déterminée par la spécification particulicre. Apres enlévement
du bain, 'éprouvette sera refroidie a une température comprise entre 15 °C et 35 °C.
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The specimen shall be preconditioned in an air-circulating oven at 125 + 5 °C for a period as specified in the
relevant specification. Then, the specimen shall cool down under standard atmospheric conditions until its
temperature is less than 35 °C. In no case, however, shall the recovery time exceed 8 h.

9.1.2.3 Details to be specified

a) preconditioning time;

b) any deviation from the standard test method.

0.2 Test 19: Thermal shock

9.2.1 Test 19al Thermal shock, immersion, oil bath

9.2.1.1 Object

To apply a thermal shock to all sides of the specimen simultaneously.

9.2.1.2 Metho

A bath of we
used. The temp)|

Note. — A suitablg
conductio]

The specimer
so low that the
in the fluid for
be allowed to ¢

Adfter cooling
blown dry with

9.2.1.3 Detail

a) immersion| ti

b) any deviatf

9.2.2 Test19b

tandakd test method.

¢, immersion, fluidized sand bath

shall be

capacity
mmersed
nen shall

seconds,

9.2.2.1 Object

To apply a thermal shock to all sides of the specimen simultaneously where the use of a silicon oil is not

desirable.

9.2.2.2 Method

A fluidized sand bath of suitable design (e.g. as presented in Figure 8, page 58), kept at 260 °C+ 5 °C/ -0 °C
throughout the test, shall be used. The temperature shall be measured approximately in the same location that
will be occupied by the specimen. The specimen shall be immersed edgewise, i.e. with its surface at right angles
to the bath surface in a holder of heat capacity so low that the temperature of the bath is not brought below
260 °C. The specimen shall be totally immersed for the time given in the relevant specification. After removal
from the bath, the specimen shall be allowed to cool down to between 15 °C and 35 °C.
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9.2.2.3  Détails a spécifier

a) durée de 'immersion;

b) tout écart par rapport a la méthode d’essai normale.

9.2.3  Essai 19¢: Choc thermique, flottement dans un bain de soudure

9.2.3.1 Objer

Appliquer un choc thermique principalement sur une face de I'éprouvette et par U'emploi d’un bain de
soudure similaire a celui utilisé pour le processus de soudage réel.

9.2.3.2 Méthode

On dd endant toute la
durée dg Pessai. La température doit étre mesurée & 25 mm (1 in} en dessout

Immédliatement avant de faire flotter I’éprouvette, on doit enlever I'dx la surface de la
soudure

L’éprquvette doit &tre mise a flotter sur la soudure de telle mani see ‘éprouvette soit
directemient en contact avec la soudure. L’éprouvette sera mise ) &ri déterminée par
la spécification particuliere. Aprés enlevement du bain, ’épfouvette efroidic™ rature comprise

entre 15|°C et 35 °C.

Apres|refroidissement, I’éprouvette doit,€
pendant |quelques secondes, séchée a 1'ai
fois a I’ajr pur souftlé.

trichloréthyléne
Ee une nouvelle

9.2.3.3 |Détails a specifier

a) duzée de flottement;
b) toy

9.24 H

9.24.1

Appli e de simuler le

soudage

9.2.4.2

Fer a soi

Le ferl Asouder doit avoir une panne en cuivre de 30+5 mm (1,2+£0.2 in) de long etlde 5+0,1 mm
(0,2£0,04 in) de diametre, son extrémité formant un angle de 45=*10°. La température de la panne sera
de 270 £ 10 °C pendant toute la durée de I'essai. Un fer approprié est déerit i la figure 4, page 54.

Soudure

La soudure sera un alliage étain/plomb & 60/40, avec une dme de résine non corrosive, ayant la forme d’un
fil d’'un diamétre inférieur a 1,5 mm (0,06 in).
Cvcle de soudure

La pastille devra étre préalablement étamée pendant 4 =1 s avec le fer a souder et un minimum de soudure.

Un morceau de fil, préalablement étamé avec la soudure, sera soudé perpendiculairement & I’éprouvette,
a travers le centre de la pastille. La goutte de soudure formée entre le fil et la pastille devra couvrir toute la
surface de la pastille. Le temps pris pour I'opération de soudure devra étre de 4+ 1 s.
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9.2.2.3  Details to be specified

a) immersion time;

b) any deviation from the standard test method.

9.2.3 Test 19¢: Thermal shock, floating, solder bath

9.2.3.1 Object

To apply a thermal shock where the heat affects the specimen from one side mainly, and where a solder bath
similar to that used in the actual soldering process is used.

9.2.3.2 Method

A solder bath| of suitable design, kept at 260 + 5 °C/— 0 °C throughout the test, shall be(fused. Xhe temperature
shall be measured at 25 mm (1 in} below the surface.

Immediately [prior to floating the specimen, the oxide shall be removed fra B solder.

The specimer] shall be floated upon the solder in such a manner that op L 1h% i if directly
in contact with|the solder. The specimen shall be floated for the tifn e\ i ification.
After removal from the solder, the specimen shall be allowed to"cookdov < d 35 °C.

After cooling

blown dry with

@tric orethylene for a few|seconds,
ith clean air.

9.2.3.3  Details|to be specified

a) floating tiIe ;

b) any deviatjion from the stapdard

: Therma@:

9.2.4 Test 19d

9.2.4.1 Object

To apply the
resoldering.

ring and

9.2.42 Metho

Soldering tool

The soldering| iron shall have a copper bit 30 + 5 mm (1.2 + 0.2 in) long and 5 *+ 0.1 mm (0.2 +|0.04 in)
in diameter, with its end forming an angle of 45 + 10°. The temperature of the bit shall be 270 £ 10 °C
throughout the test. An appropriate tool is shown in Figure 4, page 54.

Solder

The solder shall be a 60/40 tin lead alloy with a non-corrosive resin core and in the form of a wire of diameter
not greater than 1.5 mm (0.06 in).
Soldering cycle

The land shall be evenly tinned by application of the soldering iron for 4 + 1 s using a minimum amount

of solder.

A piece of wire previously tinned with the solder shall be soldered at right angles to the test board through
the centre of the land. The fillet formed between the wire and the land shall cover the entire area of the land.
The time taken for this soldering process shall be 4 +1 s,
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Pendant cette soudure et le refroidissement qui suivra, on ne bougera pas le fil. Pour s’assurer qu’il ne bouge
pas, le fil et ’éprouvette pourront étre maintenus dans un montage.

La pastille ayant été soumise a I’opération de soudure doit étre refroidie. Le fil doit alors étre dessoudé et
retiré de la pastille, & I’'aide d’une seconde application du fer 4 souder pendant 4 +1 s. Apres refroidissement,
Ie fil doit étre ressoudé i la pastille par une nouvelle application du fer & souder pendant 4 £1 s.

Le premier cycle de soudure comprendra le soudage, le dessoudage et le ressoudage. Chaque cycle ultérieur
comprendra une opération de dessoudage et une opération de ressoudage. Le nombre total de cycles de soudure
doit étre déterminé par la spécification particuliere.

9.2.4.3  Détails d spécifier

a) nombre de cycles de soudure;

b) touft écart par rapport a la méthode d’essai normale.

9.2.5 Hssai 19¢: Choc thermique, soudage au trempé

9.2.5.1 |0bjet

Appliquer des chocs thermiques au moyen d’opérations rép empé, en| vue de simuler

le soudage, le dessoudage et le ressoudage.

9.2.5.2 |Méthode

Matériel |de soudure

Un pc on de 'éprouvette et rempli de soudure

de mani (3 in), doit étre chauffé pour atteindre une
tempéra aint pdant toute la durée de I’essai. [La température
doit étre de rface

Soudure

La sowdure ser iage/exain 40, selon 'annexe B de la Publication 68-2-30 de 1a CET et
Particle ]
trouvant

Cycle de
L’épra ; i atre fluxés au moyen d’un flux approprié et tous deux asseipblés au moyen
d’une fiy /oir un exemple

a la figupe€ g AL dans la soudure
en fusio sous conditions
atmosp du dessoudage
du fil

: : ¢ g TR Stre gxécuté, on doit
ajouter deux immersions a chaque cycle complémentaire. Le nombre total de cycles doit étre déterminé par
la spécification particuliére.
9.2.5.3 Détails a spécifier

a) nombre de cycles de soudure;

b) tout écart par rapport a.1a méthode d’essai normale.

9.3 Epreuve climatique et mécanique

Lorsqu’'une épreuve climatique et mécanique est requise, la méthode a employer doit &tre choisie dans la
Publication 68 de la CEL
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During this soldering and the subsequent cooling, the wire shall not be moved. To ensure it is not, the wire

and the test board may be held in a jig.

The land having been subjected to the soldering procedure shall then be allowed to cool. The wire shall then
be unsoldered and removed from the land by a second application of the soldering iron for a period of 4+ 1 s.
After cooling, the wire shall be resoldered to the land by the reapplication of the soldering iron for a period
of 4t 1s.

The first soldering cycle will comprise soldering, unsoldering and resoldering. Each subsequent cycle will
comprise one unsoldering and one resoldering operation. The total number of soldering cycles shall be specified
in the relevant specification.

9.2.4.3  Details to be specified

a) number of soldering cycles;

b} any deviafion from the standard test method.

9.2.5 Test 19¢|: Thermal shock, dip-soldering

9.2.5.1 Objeci

To apply th¢rmal shocks by repeated dip-soldering operations té unsoldering and

resoldering.

&

9.2.5.2 Methof

Soldering equipinent

t 75 mm
perature

A solder pot,
(3 in), shall be
shall be measur

Solder .

The solder shall be 60/40 tin les ; Kk B, and
68-2-20C, Clay e i 1 hrface of
the solder.

Soldering cycle

maintain
nersed to

The specimen
proper board a

a depth of 25 my e allowed
to cool down to thermal
shock of unsoldlering ire. he wire.

The three immeiSions are the first soldering more than one ¢ has to be performed, two immersions

shall be added for each additional cycle. he total number of cycles shall be as sﬁeciﬁed in the relevant
specification. ' '
9.2.5.3  Detuils to be specified

aj number of soldering cycles;

b) any deviation from the standard test method.

9.3 Climatic environmental conditioning

Where climatic environmental conditioning is required, the method shall be selected from IEC
Publication 68. ’
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CONNEXIONS A L’APPAREIL DE MESURE POUR LA RESISTANCE D’INTERCONNEXION
CONNECTIONS TO THE TEST INSTRUMENT FOR INTERCONNECTION RESISTANCE

MEASUREMENT
) ~L ’ Prises de tension i
P, Voltage clips \-3

Sortie

é\ é& /x
\ _
/ﬁ§§ s §

N

T

210{74

Piges de\codran
05

ous est sans importance.
oles is unimportant.

Ficure 1

Prises de contact pour

mesure de courant
Contact pins
for current measurement

R\\%x\\\\&

Prises de contact pour
mesure de tension
/ / Contact pins

for voltage measurement

275176

FiGure 2
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